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SSP8011AM

单通道触控按键检测芯片

SSP8011AM

产品概述

SSP8011AM 是一颗低成本低功耗的单通

道电容式触摸感应 IC，提供单通道触摸感应通

道；内置稳压电路，外围元件少，设计简单，

只需极少的元件即可完成硬件设计。提供 2 种

输出模式，输出高/低电平可选。提供按键最长

时间 9S 后复位。触摸感应按键的灵敏度 ,可根

据需要通过调节外部电容（CS）的容值进行调

整，增加了产品的可操作性，使设计更加灵活

多变。

产品特性

● 单通道电容式触摸感应按键

● 工作电压：2.3V~5.5V;
● 功率消耗：VDD=3V 无负载典型值 2.5μA，最大值 5.0μA;
● 最长响应时间：低功耗模式 160ms@VDD=3V；快速模式时为：70ms@VDD=3V;
● 按键的灵敏度均可通过外部电容 CS 自由调节 ;
● 提供直接模式和锁存模式，输出状态高低电平可选 ;
● 具有持续按健最长时间 9S 进入上电初始模式；

● 环境温度湿度变化自动适应功能

● 超强的抗 EMC 干扰能力

应用领域

● 家用电器

● 消费类电子产品

● 安防和楼宇产品

● 医疗保健产品

● 手持装置

● 工业控制、照明产品

● 玩具以及计算机周边
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订货规范

产品型号 封装 包装方式 最小包装数量

SSP8011AM SOT23-6L 卷盘 3000PCS

引脚排列图

引脚序号 引脚 In/Out 功能

1 OUT O CMOS 有效电平输出端口

2 VSS P 接地端

3 Key I/O 感应检测脚

4 VGM I-PL
VGM 脚接高电平，OUT 脚输出低有效

VGM 脚接低电平，OUT 脚输出高有效

5 VDD P 电源接入脚

6 TBM I-PL
功能选项输入脚

TBM 脚位接高电平，OUT 脚为锁存输出模式

TBM 脚接地低电平，OUT 脚为同步输出模式

极限参数

参 数 名 称 符 号 额 定 值 单 位

电源供应电压 VDD VSS-0.3 ~ VSS+5.5 V
端口输入电压 VIN VSS-0.3 ~ VDD+0.3 V

CS 感应电容范围 Cs 0~50 pF
工作环境温度 Tamb -20 ~ +85 ℃

贮存温度 Tstg -40 ~ +125 ℃
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直流电气特性

Ta=25℃

参数说明 符号
测试条件

最小 典型 最大 单位
VDD 条件

工作电压 VDD - - 2.3 3.0 5.5 V

工作电流 IDD
3V 低功耗模式 - 2.5 5.0 μA
3V 检测模式 - 5.0 10.0 μA

无按键芯片进入

低功耗时间
Tr VDD =3.0V - 12 - S

上电稳定时间 Tini VDD =3.0V - 400 - ms

检测响应时间 Tre
3V 低功耗模式 - 160 - ms
3V 检测模式 - 70 - ms

输入口低电压 VIL - 0 - 0.2 V
输入口高电压 VIH - 0.8 - 1.0 V

输入口拉电流 IOH
3V VOH=2.7V - 0.4 - mA
5V VOH=4.5V - 1.1 - mA

输入口灌电流 IOL
3V VOL=0.3V - -19 - mA
5V VOL=0.5V - -42 - mA

芯片复位电压 Vrst - 1.5 - V

典型应用电路

应用说明

PCB 上接线的电极大小与电容之总负载（寄生电容与 CS 电容之和），会影响灵敏度，

所以灵敏度调整需要符合 PCB 实际情况。

1. 触摸按键的大小与触摸介质材料和厚度三者间动态平衡关系。触摸按键尺寸越大，灵

敏度越高。

触摸相同的介质，介质厚度越厚，灵敏度越低。相同的按键大小，相同的厚度，不同介

质材料之间灵敏度会有不同，请根据实际应用的介质来调整。
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2. 调整 CS 电容值与 R 电阻值大小

在其他条件不变的情况下，CS 电容值的大小与灵敏度之间成反比例关系。CS 电容值越

小，灵敏度越高, CS 电容值建议值（0~50p）——大部分应用情况悬空即可。 R1 阻值越

小，灵敏度越高，R1 电阻建议值（0~5k）——典型应用值 1K。

3.按键最长输出时间

当 TBM=0 芯片处于同步模式状态下时，内部定时器会对按键检测进行监控，定时器设

定最大的输出持续时间为 9 秒，当检测到超过定时器时间时，系统会自动回到上电初始

状态，且输出变成无效，直到重新检测到按键。

设计注意事项

1. 感应连线和感应焊盘优先布局 在 PCB 上，感应焊盘距离 IC 管脚的连线（感应线）

越短越好，感应线应距离覆铜或其他走线要有 1mm 以上，线径选 0.15mm~0.2mm。触

摸板尽量覆铜。

2. 适当的铺地面积，可以提高抗干扰性。

3.覆盖在 PCB 上的面板不能是导电类材料或金属成分，包括表面的涂料。更不能将整个

金属壳作为感应电极。

4.VDD 及 VSS 必须用电容 104 做滤波，在布线时电容必须靠近芯片管脚放置。

5.灵敏度调节电容 CS 的取值范围是 0pF~50pF；CS 的值越小，灵敏度则越高，其选择要

根据 PCB 的实际应用进行适度调节，感应线上串联的 R 电阻，靠近芯片放置为宜。

6.灵敏度电容 CS 必须使用温度系数小且稳定性佳的电容，如 X7R、NPO 等。对于触摸应

用，推荐使用 NPO 材质电容，以减少因温度变化对灵敏度产生的影响。在布线时，灵敏

度调节电容一定要远离功率元器件、发热体等。

7.覆铜注意事项：若触摸板附近会有无线电信号或高压器件或磁场，请用 20%的网状接地

铜箔覆铜，但感应焊盘下面、芯片附近尽量避免覆铜。覆铜需距离感应焊盘 2mm，距离

感应线 1mm 以上。

8.感应焊盘可是不规则形状，比如：椭圆形、三角形及其他不规则形状。感应焊盘中间允

许穿孔，装饰 LED 指示灯等用途。若感应焊盘无法靠近面板，可用弹簧将感应线牵引到

面壳上，弹簧上方需加一金属片作为感应电极。不可用普通导线连接感应线和感应电极。
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封装尺寸（SOT23-6L）
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版本变更说明

版本：V1.0 作者：Yang 时间：2022.07.27

修改记录：

1. 新颁

声明

使用规格书中所出现的信息在出版当时是正确的，矽朋微电子留说明书的更改权和解

释权，并拥有不事先通知而修改产品的权利。使用者可以在确认前应从我司官网或者其它

有效渠道获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。

用任何半导体产品在特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用

产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施。产品不授权使用于救生、

维生产品或系统中做为关键部件，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况

的发生！


